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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

) DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS —
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES —

Partie 15: Résistance a la température de soudage
pour dispositifs par trous traversants

AVANT-PROPOS

1) La QEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisatio alisation
comgosée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités Rationauv . a CEIl a
pour |objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les gue G i oA fans les

domdines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entré Normes
interpationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, 4 national
intérgssé par le sujet traité peut participer. Les organisations dhternatignake et non
gouvernementales, en liaison avec la CEIl, participent également aus A XY oitement
avec|l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), sg onditi ixé bntre les
deux|organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant le i mesure
du pg¢ssible un accord international sur les sujets étud 2 téressés
sont feprésentés dans chaque comité d’étydes®

3) Les flocuments produits se présentent so publiés
comme normes, spécifications techniques, par les

Comiftés nationaux.

4) Dans| ationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
facor S internationales de la CEl dans leurg normes
natio 8 < e/de la CEl et la norme nationale ou fégionale
corre) i i

5) LaC arquage comme indication d’approbation et sa respgnsabilité
n’'est

6) L’attgnti thiré e i ins\des“éléments de la présente Norme internationale peuyent faire
I'obje NG de droits analogues. La CEIl ne saurait étre terjue pour

respq i lsN\droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existende.

La Nor [ jong t9-15 a été établie par le comité d'études 47 de |a CEl:
Dispos

Le text

FDIS Rapport de vote

47/1663/FDIS 47/1683/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les directives ISO/CEI, Partie 2.

Cette méthode d’essais mécaniques et climatiques, relative a la résistance a la température
de soudage pour les dispositifs par trous traversants est le résultat d’'une réécriture compléte
de I'essai contenu dans le paragraphe 2.2 du chapitre 2 de la CEI 60749.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS —

Part 15: Resistance to soldering temperature
for through-hole mounted devices

FOREWORD

1) The lEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organizatig
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object\of\the
interpational co-operation on all questions concerning standardization in tpe
this ¢nd and in addition to other activities, the IEC publishes International
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in
partigipate in this preparatory work. International, governmental agd nog
with |the IEC also participate in this preparation. The
Orgahization for Standardization (ISO) in accordance with cofditio
two drganizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on tee
interpational consensus of opinion on the re i
from fall interested National Committees.

3) The documents produced have the form of re
of sthndards, technical specifications, technisal re
Cominittees in that sense.

4) In orfer to promote international unificatio
Stanglards transparently to/the maxi
diverpence between the |
indic@ted in the latter.

5) The |[EC provides no m A
equigment declargt\to be_i
6) Attention is draw
of patent rights. Thé

International Statgda
Semicdnduct ewces.

The text 6f this\stapdard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47/1663/FDIS 47/1683/RVD

Yas nearly as pos
sal committee has repre

mprising
promote
ields. To
ration is
vith may
b liaising
rnational
veen the

sible, an
bentation

the form
National

rnational
ds. Any
e clearly

b for any

P subject

ee 47:

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This mechanical and climatic test method, as it relates to resistance to soldering temperature
for through-hole mounted devices, is a complete rewrite of the test contained in subclause 2.2

of chapter 2 of IEC 60749.


https://iecnorm.com/api/?name=4e45686d561412228330045a0cd9dfa0

-4 - 60749-15 O CEI:2003

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.
A cette date, la publication sera

* reconduite;

e supprimée;

« remplacée par une édition révisée, ou

* amendée.

@%
o
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged
until 2007. At this date, the publication will be

* reconfirmed;
e withdrawn;
* replaced by a revised edition, or

¢ amended.

@%
o
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) DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’'ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 15: Résistance a la température de soudage
pour dispositifs par trous traversants

1 Domaine d'application et objet

La pré
a semi
résiste

sorties| en utilisant le brasage tendre a la vague ou le fer a braser.

ente partie de la CEl 60749 décrit un essai utilisé pour déterminer si les di

positifs

aux effets de la température a laquelle ils sont soumis pend

euvent
e leurs

Dans |e but d'établir une méthode d'essai normalisée p s plus
reprodictibles, la méthode d'immersion dans le brasage est util CR conditions
plus contrélables. Cette procédure détermine la capacjtée 5, di ] er a la
tempérpture de soudage rencontrée lors d'opérations _de circuit
imprimg, sans endommager leurs caractéristiques éle nes.
Cet esgai est destructif et peut étre utilisé en vueé lots et
comme moniteur de produits.

Cet egsai est, en général, conforme igences
spécifiques aux semiconducteurs, les &

2 Refé

Les dg présent
documeg e I'édition citée s'applique. Pour les réfdrences

non dajé ent de référence s'applique (y compris les éventuels
amende

CEI 60 sa'e annement — Partie 2: Essais. Essai T: Soudure

3 Re

La cha rdujte a travers les sorties dans le boitier du dispositif depuis la chaleur de
brasagg vers'le c6té inverse du circuit. Cette procédure ne simule pas le brasage tendre a la
vague auN'expaosition a la chaleur de fusion du méme c6té du circuit que le corps du bditier.

4 Appareillage d’essai

4.1

Pot de soudure

Un pot de soudure de taille suffisante pour contenir au moins 1 kg de soudure doit étre utilisé.
Les dimensions du pot de soudure doivent permettre I'immersion compléte des sorties sans
toucher le fond. L'appareillage doit étre capable de maintenir la soudure a la température
spécifiée dans le Tableau 1.
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 15: Resistance to soldering temperature
for through-hole mounted devices

1 Scope and object

This part of IEC 60749 describes a test used to determine whether encapsul d state
deviceg used for through-hole mounting can withstand the effects of t b which
they arp subjected during soldering of their leads by using wave soldex] ing iron.

In ordefr to establish a standard test procedure for the most re solder
dip method is used because of its more controllable conditio rmines
whethefr devices are capable of withstanding the solderlng em printed
wiring poard manufacturing operations, without degrading i C igtics or

internal connections.

This tept is destructive and may be use broduct

monitof.

This tept is, in general, in conformity wij ; , ifi i ents of
semiconductors, the clauses of this st

2 Normative refer

The following referenc
For dafed refere,

of the referenced dog

ument.
edition

IEC 60p68-2-20,

3 Ge

The he at the
reversqg side ,of theupbard. This procedure does not simulate wave soldering or reflgw heat
exposure'on the same side of the board as the package body.

4 Test apparatus

4.1 Solder pot

A solder pot of sufficient size to contain at least 1 kg of solder shall be used. The solder pot
dimensions shall allow full immersion of the leads without touching the bottom. The apparatus
shall be capable of maintaining the solder at the temperature specified in Table 1.
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4.2 Dispositif d'immersion

Un dispositif d'immersion doit étre utilisé et il doit étre capable de contrbler les taux
d'immersion et d'émersion des sorties et de fournir le temps de maintien spécifié dans le
Tableau 1.

4.3 Radiateurs ou blindage

S'il y a lieu, les radiateurs ou le blindage doivent étre fixés aux dispositifs avant I'essai et
doivent étre tels qu’ils sont spécifiés dans la spécification applicable.

Tahleau 1 — Parametres pour immersion dans le hmcagp

Condition A /\\

N ndition B
Paramétres (pour brasage tendre 2
alavague) (\ (pbur ferra bralser)

Température de la soudure fondue °C 2605 \ ESQ +

Nombre f’'immersions <2 \ \ \ \/;)2

Taux d’ifhmersion mm s—1 25% \ § X 25+5

Temps de maintien s /10 £ 10+5

Taux d’émersion

Distance| entre le bain de soudure et
le corps pu composant

5 Mdtériaux

5.1 $oudure

La spé

Compo

Eta
Plo

La sou

s soudUres. et feurs températures de bain applicables peuvent étre utilisées comme
dahs-la spécification applicable.

D'autre
stipulé

5.2  Flux
Si le flux est appliqué avant I'immersion de soudure, la composition du flux doit étre précisée

dans la spécification applicable.

6 Procédure

6.1 Préconditionnement des spécimens

Tout préconditionnement particulier des spécimens avant les essais doit satisfaire a la
spécification applicable. Cette préparation peut inclure des opérations telles que le pliage ou
une autre relocalisation des sorties, et la fixation des radiateurs ou du blindage de protection
avant I'immersion de soudure.
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4.2 Dipping device

A mechanical dipping device shall be used that is capable of controlling the rates of
immersion and emersion of the leads and providing the dwell time as specified in Table 1.

4.3 Heatsinks or shielding

If applicable, heatsinks or shielding shall be attached to the devices prior to the test and shall
be as specified in the relevant specification.

Table 1 — Parameters for solder dipping

[s3)

Parameter Condition A d|t|‘on :
(for wave solder) (f9r\so| gringliron)

Temperature of molten solder °C 260+ 5 /\ \\EQO +

Number pf immersions <2 \ \ EX\/

Immersign rate mm s 25+5 \ \ 2}}1 5
10+5

Dwell tinfe s 10{5 \ X :
N

Emersion rate mm s-1 /N 25+5
Distance| between solder bath and device body mm ( m 0,5 ) 1,5+0,5

% C)
5 Madterials

51 $older

The solder specification shall be as follg

Chemigal composition

The co nposition@er
Tin (" C

Lead:

} be as follows:

The so purities which will adversely affect its properties.

Other s
specifig

licable bath temperatures may be used as specified in the relevant

52 k

If flux 1S applied prior 10 solder dipping, the composition of the flux shall be detailed in the
relevant specification.

6 Procedure

6.1 Pre-conditioning of specimens

Any special pre-conditioning of the specimens prior to testing shall be as specified in
the relevant specification. This preparation may include operations such as bending or other
relocation of leads, and the attachment of heat sinks or protective shielding prior to
solder dipping.
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